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Flipchipmontage i :
kamp mod uret

Flipchipmontage og ualmin-
deligt haje kvalitetskrav var
de storste udfordringer, da
Danchell skulle genopbygge
GN Resounds elektronikpro-
duktion. -

CHIPS

Af Morten Lund redaktion@ing.dk

Projektleder Claus Jensen og resten
af Danchells medarbejdere har ikke
kun skulletlgbe rigtig hurtigt det se-
neste halve ar.De har ogsa skullet 1z-
re at beherske den sakaldte flipchip-
montage — en szerlig printmontage-
proces, som bruges i forbindelse med
GN Resounds hegreapparatsproduk-
ter, og som Danchell ikke tidligere
havde arbejdet med.

Det er en proces, hvor flipchips
med sma bumpsisterrelsen 80 pm
.monteres direkte pa printet ligesom
en BGA (Ball Grid Array). For atsikre
den mekaniske stabilitet og forsegle
die’en stebes chippen efterfgigende
ind i stebemasse,sakaldt underfill.

P3a grund afkomponenternes eks-

treme fglsomhed over for fugter der

_fra GN Resound krav om, at printet

skal veere loddet inden for ganske fa -
timer. :

»Vi snakker tre timer, fra vi bryder
posen, til det skal veere loddet,« for-
klarer projektleder Claus Jensen.

Derfor har Danchell udviklet soft-
ware, der overvager tidsforbrugetog
sender en mail ud til de produktions-
ansvarlige, nar de tre timer er ved at*
veere glet. Tilsvarende kan medarbej-
derne orientere sig via en skeerm sat
op ude i produktionshallen.

Etandet springende punkthar vae-
ret kravet om kvalitetskontrol og pro-
cesvalidering. Det udmentede sig
bl.a. i kravet om 100 procent sporbar-
hed i produktionen, og at produktio-
nen skal udferes i henhold til ISO
13485-standarden, som bruges til
medikoprodukter.

»Vihar bl.a. brugt vores kvalitetsre-
gistreringssystem, som automatisk
indsamler data fra produktionen, til
hurtigt at optimere vores processer -
og vores pastastencildesign, sa vi ik
en meget hgj yield, 99,3 procent, pa
vores produkter,« fortzeller Claus
Jensen. ®



